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Hermetisch abgeschlossenes Gehause fur Halblelterbauelemen«e» 

Die Heuerung betrifft eixi hermetisch abgeschlcssenes Gehfiuse 
fur Halbleiterbauelemeate mil einem Bodenteil, einem nit dem 
Bodenteil dicht verbundenen, ringfbrmigen Seitenteil, e;nem 
zur Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauele aents diencn- 

5 den Leiterband, das zvischen der Bodenplatte und dem Seitenteil 
durcb deren Terbindung fest gehaltert ist, derart 9 dafi die 
einen End en dsr Leiter des Leiterbandes in den durcb das Sei- 
tenteil gebildeten freien Raum ragen, und mit einem ait dem 
Seitenteil und dessen Ton der Bodenplatte abgewandten Seite 

10 dicht verbundenen Deckel. 

Yon Halbleiterbauteilen wird neben anderen Anforderungen hBcbste 
Betrieb3zuvei*l&88igkeit auch bei extremen Bedingungen, z.B. bei 
stark vecbselnden Temperaturen und Witterungsverhaltnissen, 
und daneben minimal e Raumbeanspruchung beim Einbau in gedruckte 
Schaltungen gefordert. Im allgemeinen wird eine besondere 
Punktionstttchtigkeit und eine gleichmaBige Arbeitsweise des 
Bauelements durch ein bermetisches Abschliefien des Halbleiter- 
bauelements in einem Gehauee erreicht, was aber andererseits 
stets mit einer entsprecbenden Raumbeanspruchung verbunden 
ist. 

Bisber verden die Halbleiterelemente in Metallgehausen, die 
bevorzugt kreisformige GrundflSchen besitzen, oder in GehSusen 
aus Glas bzw. Keramik eingeschloeaen. Die sogenannten w Plat- 
packs" stellen Halbleiteranordnungen in flacben Geh&usen aus 
25 sinterfahigem Isoliermaterial dar. Zur Herstellung dieser 

Gehause wird ein vorgefertigter Boden aus sinterf&higem Mate- 
rial unter Zwischenfiigung eines mit zungenartigen PortsStzen 
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versehenen, metallischen Leiterbandes, das die Halbleiter- 
anordnung tr&gt ? mit einem rahmenartigen Gehauseseitenteil 
durch Sintern zu einer offenen Dose verbunden. Auf diese 
offene Dose wird durch nochmaliges Sintern Oder Loten ein 
5 diese hermetisch verschlieflender Deckel aufgebracht. Das 
abgeschlossene Halbleiterbauelement besitzt damit die Form 
einer flachen Dose, aus der an dem Seitenteil in verschie- 
denen Richtungen die elektrischen Anschliisse herausragen. 

Aufgabe der vorliegenden Neuerung ist es f die Raumbeanspruchung 
10 eines einzelnen Halbleitergehauses zu minlmalisieren, ohne 

die bisher erreichte Betri ebszuverl&ssigkeit des Halbleiter- 
elements in dicht verschlossenem Gehause zu beeintrachtigen. 

NeuemngsgemSe wird diese Aufgabe dadurch gelSst, daS die 
Leiter des Leiterbandes an der Schmalseite des Geh&uses ledig- 
15 licb nach einer Richtung parallel herausgefiihrt sind. 

Ein nach der Neuerung angefertigtes Gehause mit einer darin 
dicht eingeschlossenen Halbleiteranordnung ist besonders 
geeignet fur den Einbau in gedruckte Schaltungen und zwar 
derart f dafi die Schmalseite des GehSuses als Grundflache 
20 bentttzt wird* Bine solche Einbauweise beansprucht nur eine 
minimal kleine Fl&che der gedruckten Platine. 

Die Yorteile eines nach der Neuerung ausgebildeten Gehauses 
sind: Zum einen verleiht das hermetisch abgeschlossene Gehause 
der Halbleiteranordnung die gewiinschte Betriebszuverlassigkeit 
25 und zum anderen erlaubt das nach der Neuerung gestaltete Ge- 
hfiuse eine weiterftihrende Miniaturisierung von Halbleiter- 
schaltanordnungen. 

An Hand der Figuren 1 und 2 wird die Neuerung noch naher be- 
schrieben. 
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Plgur 1 zeigt ein neuerungsgem&Bes Geh&ise in Explosions- 
derstelluagt Auf einem Bodenteil 1 aus sin t erf Shi gem 
Material, z.B. Sinterglas, vird unter Zvischenlage eines 
mit zungenartigen Portsfttzen 2 versehenen metallischen 
5 Leiterbandee 3 ein rahmenartiges, ringformiges Seitenteil 4, 
ebenfalls ana Sinterglas, aufgesintert. Nach Einbau eines 
oder mehrerer Halbleiterbauelemente 5 in den so gebildeten 
topfartigen Innenraum vird dieser durch einen Deckel 6 9 
z.B. eine Keramik- oder Metallplatte, unter Verwendung 
10 eines niedrigschmelzenden Lotglases oder Hetallotes 7, 

das einseitig auf der Innenseite des Deckels 6 aufgebracht 
ist, hermetisch versch^ossen. 

Die als Deckel dienende Keramikplatte kann auch von einer 
Metallplatte ersetzt verden. Urn auch bei Verwendung eines 
15 Ketalldee&ele einen dichien VerBchiuS zu erhaiien, wird auf 
die Oberseite des Sinterglacringes ein Metallring aufgeglast, 
der eine dichte, metallische IBtverbindung ermoglicht. 

Es ist weiterhin mBglich, das GehSuse in Vollkeramiktechnik 
auszufiihren, vobei vorgefertigte Keramikteile mit einem hoch- 
20 schmelzenden Glaslot unter Zwischenlage eines metallischen 
Leiterbandes verbunden sind. 

Eine veitere M3glichkeit ist, entsprechende Plastikbauteile 
in geeigneter Veise zu einem verschlossenen GehSuse fttr 
Halbleiterelemente nach der Neuerung zusammenzufiigen, 

25 Pigur 2 zeigt ein nach der Neuerung angefertigtes GehSuse 8, 
das eine Halbleiteranordnung 5 hermetisch einschlieBt und in 
raumsparender Weise in eine gedruckte Schaltung 9 eingebaut 
ist. 



1 Schutzanspruch 

2 Piguren 
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Schutsanspruch 

Hermetisch abgeschlossenes GehSuse ftir Halbleiterbau- 
elemente mit einem Bodenteil, einem mit dem Bodenteil 
dicht verbundenen, ringformigen Seitenteil, einem zur 
Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauelements 
dienenden Leiterband, das zvischen der Bodenplatte und 
dem Seitenteil durch deren Verbindung fest gehaltert 
ist, derart, daB die einen End en der leiter des Leiter- 
bandes in den durch das Seitenteil gebildeten freien 
Raum ragen, und mit einem mit dem Seitenteil an dessen 
von der Bodenplatte abgewandten Seite dicht verbundenen 
Deckel, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Leiter des Leiterbandes an der Schmalseite des 
GehSuses lediglich nach einer Bichtung parallel heraus- 
gefiihrt sind. 
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